
新型显示4 2026年4月3日
编辑：吴丽琳 电话：010-88558896 E-mail：wull@cena.com.cn

筑基·攻坚，中国显示产业再上台阶

在此背景下，江苏高光新材料科技股份
有限公司（以下简称“高光新材”）凭借十余年
深耕积累的技术创新，成功打破国外技术垄
断，成为全球唯一可同时覆盖 G8.6H（Half-
Size，半片）与G8.6F（Full-Size，全片）全尺寸
高精度金属掩膜版产品的企业。其旗下G8.6
全 系 列 产 品（包 括 G8.6H CMM 、CVD
Mask、FMM 和 G8.6F CMM、CVD Mask），
不仅填补了国内技术空白，更在全球显示产
业中树立中国标准，为我国高世代OLED产
业规模化量产筑牢根基，成为“筑基·攻坚，中
国显示产业再上台阶”的典型标杆。

打破“原材料魔咒”

以拼接工艺破局G8.6H超大尺寸需求

当前，全球OLED产业格局正在重塑，京
东方、TCL华星、维信诺等国内面板龙头，与韩
国三星显示同步推进高世代OLED量产计划，
中大尺寸OLED规模化量产的关键窗口已然
开启。但面对部分G8.6代线对超大尺寸金属掩
膜版的迫切需求，传统供应链难以适配。

高光新材董事长、总经理钱超在接受《中
国电子报》记者采访时指出，在服务京东方
G8.6H蒸镀OLED产线过程中，企业面临一
个现实难题：现阶段，全球范围内很难找到可
以量产整版CMM（通用金属掩膜版）所需的
1.5米宽幅原材料的供应商。而金属掩膜版的
核心原材料为热膨胀系数极低的Invar36合
金，其生产工艺复杂，高端Invar合金薄带供
应长期被少数海外企业垄断，而专门建设宽
幅材料专用产线则需数十亿元级别投入，对
企业而言极不现实。

面对这一难题，高光新材以创新为刃，破

局而立，另辟蹊径。“我们通过自研的高精度
拼焊工艺，将常规0.1毫米厚的Invar合金材
料进行无缝焊接，拼焊后的材料性能与非拼
焊原材无异，成功解决了1.5米宽幅材料的瓶
颈问题。”钱超介绍，该技术核心在于在焊接
过程中实现变形幅度小、无残渣突起等优良
效果，确保金属掩膜版精度及使用效果不受
影响，这一创新也是全球OLED行业首创。

更重要的是，高光新材同步推进全球专
利布局以掌握技术话语权。“上游突破的核
心是实现原创引领，要补齐短板，更要建立
自主知识产权与技术标准体系。”钱超强调，
目前企业已获得国内专利授权，在韩国、日
本、欧洲等国家和地区的海外专利也已完成
布局并进入审核阶段，未来其他企业若想采
用类似拼接工艺，就绕不开高光新材的知识
产权壁垒，这标志着中国企业首次在高世代
金属掩膜版核心技术上拥有了定义规则的
能力。

这项突破的影响深远。通过拼焊工艺实
现的 G8.6H 金属掩膜版，其精度与 G6H 金
属掩膜版相当，开口位置精度可达±50 微
米，打破“尺寸越大、精度越低”的行业局限，
使面板厂可在更高效的G8.6代线上生产高
端智能手机屏。据行业测算，以6英寸手机
屏为例，G8.6H线体单张基板排版数量可达
G6H代线200%以上，同时提升生产良率与
产能，增强国产OLED产品与日韩企业的竞
争力。

与此同时，高光新材投资约9亿元建设
的“G8.6代AMOLED金属掩膜版研发及产
业化项目”正在加速推进，待实现量产后，其
产能规模可满足国内头部面板厂商需求，进
一步巩固企业在高世代掩膜版领域的领先
地位。

剑指全球首创

G8.6F项目开启“一体成型”新时代

如果说 G8.6H 的突破解决了国内高世
代蒸镀OLED产线的配套需求，那么高光新
材布局的G8.6F（Full-Size，全片）项目，则为
印刷OLED量产落地扫清障碍，瞄准新一代
显示技术未来。

“布局G8.6F项目，是高光新材基于对新
一代显示技术路线及产业需求的深度判
断。”钱超表示，当前国内面板龙头企业并行
推进 G8.6 蒸镀 OLED、印刷 OLED、无掩膜
光刻OLED 等技术路线，其中，TCL 华星全
球首条G8.6代印刷OLED产线所需金属掩
膜版尺寸，达到传统G6H产线金属掩膜版的
4倍以上，未来需求将大幅扩大。印刷OLED
技术因材料利用率高，更易实现中大尺寸等
优势被业界关注，但超大尺寸掩膜版缺失是
其量产的关键挑战。

从“半片”到“全片”并非简单尺寸放大，
而是对技术极限的全面挑战。钱超将G8.6F
项目的核心创新概括为两大突破，均攻克了
世界级行业难题：

一是原材料宽幅的再次突破。G8.6F所需
金属掩膜版宽度约3米左右，而市面常规In-
var合金原材宽度最宽仅1.2米左右，且全球
均无法直接获取更宽幅原材。高光新材依托
G8.6H项目成熟的拼焊工艺，进一步攻克超
大尺寸、超长尺寸下的精密焊接与形变控制
技术，通过多片常规原材无缝拼接结合自主
研发的形变补偿技术，为G8.6F金属掩膜版
提供可靠原材保障，拼接后材料性能与单张
原材一致，满足印刷OLED产线严苛要求。

二是超大尺寸下的高精度突破。在产品
面积扩大 4 倍多的前提下，TCL 华星对
G8.6F 金属掩膜版的精度要求仍保持在与
G6H 金属掩膜版同等的超高精度（开口位
置精度±50 微米以内）。这就要求曝光、蚀
刻、张网等每一个工艺环节都实现技术革
新，高光新材通过系统性工艺优化，致力于
将 G6H 级精度应用于尺寸达 4 倍以上的
G8.6F 金属掩膜版，攻克超大尺寸形变、均
匀性控制等难题。

“一体成型”的超大尺寸高精度金属掩
膜版，能直接为面板生产降本增效。以14英
寸OLED笔记本面板为例，一块G8.6F基板
可切割72片，相较G6H的16片提升3.5倍，
单片面板成本大幅下降，良率和产能显著提
升，可有效推动国产中大尺寸OLED面板规
模化量产。

“目前，高光新材是全球唯一可同时覆盖
G8.6H与G8.6F全尺寸高精度金属掩膜版产
品（包括 G8.6H CMM 、CVD Mask、FMM
和G8.6F CMM、CVD Mask）的企业。”钱超
表示，高光新材目前已在TCL华星G5.5F印
刷OLED试验线上通过技术验证，性能符合
客户需求，正配合其全球首条 G8.6F 印刷
OLED产线量产节奏，预计2027年一季度实
现G8.6F金属掩膜版产品交付。这为中国在高
世代OLED领域实现“换道超车”提供了关键
上游材料保障，标志着我国在高世代显示核
心治具领域从“跟跑”转向“领跑”。

“材料+工艺”双轮驱动

构建一体化创新壁垒

高光新材的独特优势，在于其是国内唯

一同时布局金属掩膜版与 OLED 有机材料
（终端材料）的企业，这种“双轨”发展模式构
筑了难以复制的综合竞争力，为高世代项目
推进提供有力支撑。

“通过‘金属掩膜版+有机材料’双轮驱
动，我们形成了独有的一体化创新优势。”钱
超解释道，两大业务板块形成深度协同的良
性循环：金属掩膜版业务让企业能深入参与
客户产线调试与量产，精准把握面板厂在生
产、成本和性能上的痛点需求，开发更适配的
有机材料并提供全方位解决方案；有机材料
创新则与金属掩膜版形成性能协同，进一步
提升器件良率与使用寿命。

在G8.6F项目中，这种一体化优势尤为
明显。金属掩膜版决定像素精度，有机材料
决定显示效果，两者协同研发可从源头提升
器件良率和使用寿命。高光新材在为 TCL
华星提供超大尺寸掩膜版的同时，同步开发
适配印刷工艺的新型有机材料，优化载流子
注入和迁移率，提高器件发光效率及使用寿
命，以整体解决方案加速产线磨合、提升量
产效率。

从 G8.6H 的“拼”出未来，破解高世
代 蒸 镀 OLED 的 配 套 难 题 ， 到 G8.6F 的

“创”领全球，抢占印刷OLED的技术制高
点，高光新材的每一步都踏准了中国OLED
显示产业向上突破的节拍。正如钱超所言：

“我们不仅是做‘卡脖子’材料的突破者，
更是要做稳定供应者。”未来，高光新材将
继续与上下游伙伴、高校及研究机构深度沟
通，攻关共性技术难题，持续自主创新，构
建自主供应链，在全球显示产业版图上，绘
就更多属于中国的“高光时刻”，为我国新
型显示产业高质量发展、实现“换道超车”
筑牢坚实根基。

本报记者 谷月

一块高端显示屏的背后，是一场关于精度与规模的极限挑战。当OLED面板加速向中大尺寸渗透，高世代产线成为
全球显示产业竞争的制高点，金属掩膜版作为决定面板良率和显示清晰度的核心治具，成为制约产业升级的关键瓶颈，
长期被日韩企业垄断。

从“拼”出未来到解决“世界级难题”
——高光新材G8.6金属掩膜版创新记


